Plaques en polyimide d'isolation thermique, rondelles en polyimide d'isolation
thermique

Plaques en mousse a faible contrainte/a faible rebond/Hanenaito®
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- Mousse de caoutchouc a faible élasticité (Hanenaito®). 310~400
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- Le matériau résiste a I'écrasement, méme aprés absorption de chocs répétitifs. Densitclapparents | BE0/om 03 0.097 026 I O | O de fragilite | °C <150 | <-150
- Utilisable dans une trés large plage de température : -40°C ~ 150°C. Bljlll.e d'air i = Cellule Cellule Cellule .Pr_ésgntation N . o O pas de cha?g(.emenld‘apparence ni de gonflement  Gon g chivité thermique| W/m-+K | 0.045 0.044 ASTMC 518
) ) L Résistance a la MPa 0.9 0.9 0.32 - Fabriqué en mousse de polyimide, un plastique d'ingénierie particulierement résistant a la chaleur. Combustibilité > - V-0 équiv.
(®Retirer le film protecteur de la surface avant utilisation. traction {kgf/cm?} 9 9 3.2} - Excellente résistance a la chaleur, au feu, a I'environnement et faible dégazement. Matériau offrant de Toxvaene Tmie |9
1O R YO 2 Index d'oxygene limité % 50 49 ASTM D 2863
E % 480 210 73 p?utes pe{fom&arlllces pourll_ lomen thermique et al?aq'fte pérature. 2 - ML 101 0.94
: - Plaques et rondelles en polyimide fabriquées avec une mousse calorifuge comprimée & 2mm. - . u
Jeude %% % 62 5.1 02 ques € oS en po a 9 comp el T 0.04 0.01 ASTME 595
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EE BOLEMID| = ~ == - Grande resistance a la chaleur avec une température de transition vitreuse de 400°C. WVR 0.72 0.81
Résistance a |'abrasion O O A + Fagonnabilité flexible : facilité de coupe au cutter. Constante diélectrique (1MHz) - 1 1.25 .
Anti-vieillissement A A @ g%mﬁsg; ?2 ;ggg]légnfi-faime Facteur de dissipation (1MHz) - 0.0001 | 0.0025 bt
Rési al'eau . I (©) [©) - Possede les propriétés supéneurés du polyimide aromatique, telles que la rési aux radiations et aux , I'isolation électrique et Ia rési chimique.
(®)Pour le type adhésif,la force d‘adhésion diminue en cas de température élevée (4 env. 80°C min.). Pétrole X X X .Avertissements
% Tl Sl cone et enpélc el el saon g eme e profocue s e bise de e morare. R chimi- | Acide % ) ©) “Faible rebond 2 la compression caractéristique du polyimide. Eviter de I'utiiser lorsqu'il est comprimé pour conserver les propristés d'isolation thermique.
P ’ e ) que Alcali X O O - Limite de température admissible de I'adhésif : 200°C. Lors de I'utilisation & une température de fonctionnement de 200°C min., utiliser provisoirement de I'adhésif. (Utiliser une méthode de fixation supplémentaire telle que le pingage).
(¥)Les valeurs du tableau & droite servent de référence et ne sont pas garanties. Sohantorganiaue X X X




